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Reinigung zur Wiederherstellung der Lotbarkeit

Sogar Bauteile aus den neunziger Jahren finden noch heute den Weg auf Leiterplatten. Altere Bauteile stam-
men héufig aus Quellen mit nicht langzeittauglichen Lagerprozessen, so dass Oxidschichten oder organischen
Verunreinigungen an den Oberflichen die Lotbarkeit signifikant verschlechtern konnen. Griindliche Reinigung

kann hier helfen.

In der schnelllebigen Elektronikwelt sind Unterneh-
men oftmals von Qualititsschwankungen ihrer Roh-
ware betroffen. Nicht selten finden sogar Bauteile aus
den neunziger Jahren z.B. in PLCC-Gehéusen den
Weg auf Leiterplatten in verschiedenen Industriebe-
reichen. Dabei zeigt sich, dass dltere Bauteile haufig
aus Quellen mit nicht langzeittauglichen Lagerpro-
zessen stammen. Das flihrt dann zur Bildung von
Oxidschichten oder organischen Verunreinigungen
an den Oberfléchen der

Bauteilpins oder der

lers sicher und kostensparend die Benetzungskrifte
erhdhen und damit die Lotbarkeit verbessern.
Durch spezielle Reinigungsrezepturen und die scho-
nende Wirkung von Niederdruck-Plasma ist es mog-
lich, die Lotbarkeit von elektronischen Bauteilen oder
Leiterplatten signifikant zu verbessern, und zwar
ohne chemische Reinigungsverfahren, die oft Riick-
stande bilden, welche sich nicht immer komplett ent-
fernen lassen.
Durch die besondere
Zusammensetzung des

Leiterplatte, welche die Force(mN) Plasmas werden die
Benetzungsfihigkeit |:§m‘::;" | unerwiinschten Schich-
deutlich herabsetzen 1.5 - ten aufgebrochen und
und die Lotbarkeit sig- 1 s entfernt. Die selektive
nifikant verschlech- A i g Wirkung lediglich an
tern. Schlecht verlétete o5 g der Oberfliche sorgt
Bauteile filhren dann 0 ; dafiir, dass keine Gefahr
zu Ausfillen ganzer . e fiir Bauteile oder Lei-
Baugruppen oder auch ) 2 4 6 8 10 terplatten besteht. Auch
zu besonders kostspie- Time(s)

ligen Frithausfillen
im Feld. Um die Lot-
barkeit und damit die
sichere Verarbeitbar-
keit von Bauteilen oder
der Leiterplatten wiederherzustellen, ist eine griindli-
che Reinigung der Komponenten notwendig.

Die Reinigung erfolgt auf klassischem Weg durch
den Einsatz von 16sungsmittelhaltigen Fliissigkeiten
und Chemikalien. Neben Umwelt- und Wirtschaft-
lichkeitsaspekten wie der Entsorgung ggf. umwelt-
schidlicher Emulsionen oder anschlieend zusitzlich
bendétigter Trockenschritte ist insbesondere die riick-
standsfreie Entfernung der Reinigungsfliissigkeiten
problematisch.

HTV hat ein Verfahren unter dem Namen revivec
entwickelt, mit dem elektronische Komponenten von
Riicksténden und Oxidschichten befreit werden. Mit
dem Verfahren lassen sich nach Angaben des Herstel-

Vergleich der Benetzungskréfte von mit revivec
behandeltem Bauteil (blaue Kurve) mit unbehan-
deltem Rohbauteil (rote Kurve)

hartndckige organische
Verunreinigungen kon-
nen durch selektive,
gasformige Reinigungs-
rezepturen in ihrer Bin-
dung geschwicht und
anschliefiend in einem zweiten Prozessschritt entfernt
werden.

Wihrend der Reinigung erfolgt auch eine Trocknung,
die dhnlich schonend wie eine Vakuumtrocknung
bei reduzierter Temperatur wirkt. Damit entsteht
kein unerwiinschter Feuchtigkeitseintrag, der bei der
Bestiickung zum Popcorneffekt fithren konnte. Durch
das angewandte Niederdruckverfahren wird jeder
Winkel des Bauteils oder der Leiterplatte gereinigt,
auch dort, wo konventionelle Reinigungsmittel nicht
hingelangen. Je nach Verunreinigung ldsst sich das
Verfahren in einem mehrstufigen Prozess parametrie-
ren und mit unterschiedlichen Gasrezepturen je nach
Anwendungsfall anpassen.
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Richtige Langzeitlagerung

Sinnvoller als Bauteile und

Leiterplatten nach nicht

sachgemaBer Lagerung zu

reinigen, ist es allerdings, die

Lotbarkeit durch geeignete

Lagerprozesse zu erhalten

und die Alterungsprozesse

zu stoppen. Hierfiir hat

HTV das Lagerverfahren

TAB (Thermisch-Absorp-

tive-Begasung) entwickelt,

welches durch Vermeidung
bzw. starke Reduktion der

Alterungsprozesse die Einla-

gerung elektronischer Kom-

ponenten unter Beibehaltung
ihrer Funktionalitét und Verarbeitbarkeit bis zu 50 Jah-
ren ermdglicht. Wesentliche Alterungsprozesse sind:

* Diffusionsprozesse (Anschliisse
und Halbleiterchip)

* Alterung durch Feuchte und Sauerstoff
(Korrosion und Oxidation)

* Alterung durch Schadstoffe
» Whiskerbildung
* Zinnpest
Bei der gangigen Lagerung unter Stickstoff wird aus-
schlieBlich die Oxidation reduziert, die nur ein Teil
der zu beriicksichtigenden Alterungsprozesse ist. In
den sogenannten Stickstoff-Drypacks, die oftmals
fiir eine Langzeitlagerung verwendet werden, findet
man bei einem Standardverpackungsprozess zudem
immer noch einen geringen Sauerstoffanteil, sodass
auch Oxidationsprozesse nicht ausgeschlossen wer-
den konnen. Andere Alterungsprozesse, wie die Dif-
fusion oder auch Korrosion durch ausgasende Schad-
stoffe werden nicht reduziert.

Das Verfahren der Thermisch-Absorptiven-Begasung

ist eine Kombination unterschiedlicher Methoden

und verringert im Gegensatz zur Lagerung in Stick-
stoff-Drypacks oder Korrosionsschutz-Folien nahezu

alle relevanten Alterungsursachen. Dies wird im

Wesentlichen durch drei Mechanismen erreicht:

* Durch Temperaturreduktion wird die Schwelle der
Aktivierungsenergie erhoht. Chemische Reak-
tionen laufen so gar nicht oder nur sehr langsam
ab. Dadurch werden Alterungsprozesse nahezu
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Stark verunreinigtes Bauteil vor und nach der Behandlung mit revivec

gestoppt, wie z. B. am Wachstum der intermetalli-
schen Phase (Diffusion am Bauteilanschluss) zwi-
schen dem Kupfer aus dem Inneren des Bauteilpins
in das Zinn der Pinoberfliche deutlich gezeigt wer-
den kann. Auch andere kritische Effekte, wie die
Zinnpest, konnen vermieden werden.

Ein speziell entwickeltes System aus Funktionsfo-
lien und individuell zusammengestellten kompo-
nentenspezifischen Absorptionsmaterialien: Die-
ses bewirkt die Absorption organischer und anor-
ganischer Schadstoffe, die aus den elektronischen
Komponenten ausgasen oder von aufen in die Ver-
packungen diffundieren.

Ein konservierender Gascocktail umspiilt die zu
lagernden Komponenten und wirkt Korrosionspro-
zessen entgegen.

Die Lagerung erfolgt zudem in Hochsicherheitsge-
bauden, in denen die Komponenten auch vor Brand,
Diebstahl und Naturkatastrophen gesichert sind.

Fazit:

Mit dem revivec-Verfahren kann die Lotbarkeit
von Bauteilen und Leiterplatten zuverldssig ver-
bessert werden, wodurch der Lotprozess wieder die
gewtinschte Qualitdt erreicht und kostspielige Aus-
fille vermieden werden. Die Létbarkeit bereits im
Vorfeld wahrend der Lagerung iiber Jahrzehnte zu
erhalten, ermdglicht das Langzeitkonservierungsver-
fahren TAB durch Vermeidung bzw. starke Reduktion
der Alterungsprozesse. -dir/vk-
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